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Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych/
Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

1 ZAKRES

1.1 Definicja Zakresu �iniejsza specyfikacja opisuje wymagania zdolności i osiągów dla elastycznych płyt drukowanych.
Elastyczna płyta drukowana może być jednostronna, dwustronna, wielowarstwowa lub wielowarstwowa sztywno-elastyczna.
Wszystkie te konstrukcje mogą zawierać, jak i też mogą nie zawierać usztywniacze, otwory metalizowane (PTH) oraz
ślepe/zakryte otwory przelotowe via.

Elastyczna lub sztywno-elastyczna płyta drukowana może zawierać wbudowane warstwy Połączeń Wysokiej Gęstości
(HDI). Płyta drukowana może zawierać wbudowane aktywne lub pasywne obwody z rozdzielającymi płaszczyznami
pojemnościowymi, komponentami pojemnościowymi lub oporowymi zgodnymi z IPC-6017.

Sekcja sztywna płyty drukowanej może zawierać rdzeń metalowy lub zewnętrzną ramkę termiczną, które mogą być aktywne
lub nieaktywne.

Zmiany poziomu rewizji są opisane w 1.7.

1.2 Cel Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie wymagań dla zdolności i osiągów elastycznych płyt drukowanych
zaprojektowanych zgodnie z IPC-2221 i IPC-2223.

1.3 Klasyfikacja Osiągów, Typy Płyt i Stosowanie Instalacji

1.3.1 Klasyfikacja �iniejsza specyfikacja uznaje, że elastyczne płyty drukowane będą poddane zmiennościom w
wymaganiach osiągów, opierających się na końcowym użytkowaniu. Te klasy osiągów (Klasa 1, Klasa 2 i Klasa 3)
są zdefiniowane w IPC-6011.

1.3.2 Typy Płyty Drukowanej Wymagania osiągów są ustanowione dla różnych typów elastycznych płyt drukowanych,
sklasyfikowanych następująco:

Typ 1 – Jednostronne elastyczne płyty drukowane, zawierające jedną warstwę przewodzącą, z usztywniaczami lub bez
usztywniaczy.

Typ 2 – Dwustronne elastyczne płyty drukowane, zawierające dwie warstwy przewodzące z otworami metalizowanymi PTH,
z usztywniaczami lub bez usztywniaczy.

Typ 3 – Wielowarstwowe elastyczne płyty drukowane, zawierające trzy lub więcej warstw przewodzących z otworami
metalizowanymi PTH, z usztywniaczami lub bez usztywniaczy.

Typ 4 – Kombinacje wielowarstwowe materiału sztywnego i elastycznego, zawierające trzy lub więcej warstw
przewodzących z otworami metalizowanymi PTH.

Typ 5 – Elastyczne lub sztywno-elastyczne płyty drukowane, zawierające dwie lub więcej warstw przewodzących bez
otworów metalizowanych PTH.

1.3.3 Stosowanie Instalacji

Stosowanie A – Zdolne do wytrzymania zginania podczas instalacji.
Stosowanie B – Zdolne do wytrzymania ciągłego zginania dla liczby cykli, jak określono w dokumentacji dostawczej.
Stosowanie C – Środowisko wysokiej temperatury (ponad 105 °C [221 °F]).
Stosowanie D – Identyfikacja palności UL. Zobacz UL 94 oraz UL 796F.

1.3.4 Wybór dla Dostaw Dla celów zakupowych, klasa osiągów i stosowanie instalacji powinny być wyspecyfikowane
w dokumentacji dostawczej.

Dokumentacja powinna dostarczać wystarczających informacji dostawcy tak, aby dostawca mógł wyprodukować
elastyczną płytę drukowaną i upewnić się, że użytkownik otrzyma pożądany produkt. Informacje te powinny być
zawarte w dokumentacji dostawczej i powinny być w zgodności z IPC-2611 i IPC-2614.

Uwaga: Jeśli rysunek określa wymaganie słownie, oznaczniki nie są wymagane.
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